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Utilisation d'une carte de circuit imprimé sur laquelle est disposé au moins

un composant électronique st qui comprend une ouverture

Dépdt d'une douille de contact (120) dans l'ouverture

Soudage en commun du ou des composants avec la carte

de circuit imprimé et la douille de contact

(57) Abstract: A method for establishing a connection contact for a sensor
or an actuator (50) of a vehicle comprises: providing (S110) a printed circuit
board (110) having at least one electronic component arranged thereon and
having an opening (115); inserting (S120) a contact bushing (120) into the
opening (115); and jointly soldering (S130) the at least one component to
the printed circuit board (110) and the contact bushing (120) to the printed
circuit board (110) in one method step.

(57) Zusammenfassung: Ein Verfahren zum Herstellen eines Anschluss-
kontaktes fiir einen Sensor oder einen Aktuator (50) eines Fahrzeuges um-
fasst: Bereitstellen (S110) einer Leiterplatte (110) mit zumindest einem dar-
auf angeordneten elektronischen Bauteil und mit einer Offnung (115); Ein-
bringen (S120) einer Kontaktbuchse (120) in die Offnung (115); und ge-
meinsames Verloten (S130) des zumindest einen Bauteils mit der Leiterplat-
te (110) und der Kontaktbuchse (120) mit der Leiterplatte (110) in einem
Verfahrensschritt.

[Fortsetzung auf der ndchsten Seite]
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BESCHREIBUNG

Verfahren zum Herstellen eines Anschlusskontaktes

Die vorliegende Erfindung bezieht sich auf ein Verfahren zum Herstellen eines
Anschlusskontaktes an einer Leiterplatte und insbesondere auf eine Kontaktierung
eines Aktuators oder Sensors in Nutzfahrzeugen Uber Kontaktbuchsen, die mittels
Reflowléten (Wiederaufschmelzl6ten) auf der Leiterplatte ausgebildet werden.

Im Fahrzeugbereich werden Bauteile wie Sensoren, Aktuatoren u.a. tber eine
Leiterplatte elektrisch kontaktiert, wobei auf der Leiterplatte elektronische Bauteile wie
entsprechende Auswerte- oder Ansteuerschaltungen vorgesehen sind, um
beispielsweise Sensordaten auszulesen bzw. die Aktuatoren (z.B. Magnetventile)
anzusteuern oder andere Funktionen bereitzustellen. Bisher war es dazu ublich, dass
die Bauteile auf der Leiterplatten zunachst verlétet wurden. Danach wurde eine
Kontakt-Fuhrungsleiste aus einem Kunststoffmaterial an der Leiterplatte befestigt und
das Arretiermittel nachtraglich durch einen selektiven Lotvorgang mit der Leiterplatte
verlotet, wobei die FUhrungsleiste einen Einfuhrtrichter und eine Fixierung fur
entsprechende Kontaktstifte zu den Sensoren oder den Aktuatoren umfasst. Da diese
Kontaktleisten aus Kunststoff bestehen, kdnnen sie nur separat/selektiv geldtet werden.

Zur Bereitstellung von Anschlusskontakten fur Sensoren und Aktuatoren auf
Leiterplatten waren daher bisher zwei getrennte Arbeitsschritte auszuflihren und es
besteht ein Bedarf, die Kontaktierung einfacher und effizienter zu gestalten.

Zumindest ein Teil der genannten Probleme wird durch ein Verfahren nach Anspruch 1,
eine Leiterplatte nach Anspruch 8 und eine Fahrzeugsteuereinheit nach Anspruch 10
gelost. Die abhangigen Anspruche beziehen sich auf vorteilhafte Ausfihrungsformen
des Verfahrens nach Anspruch 1 oder der Leiterplatte nach Anspruch 8.

Die vorliegende Erfindung bezieht sich auf ein Verfahren zur Herstellung eines
Anschlusskontaktes, der zur elektrischen Kontaktierung eines Sensors oder eines
Aktuators (oder ahnlicher Komponenten) eines Fahrzeuges geeignet ist. Das Verfahren
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umfasst: Bereitstellen einer Leiterplatte mit zumindest einem darauf angeordneten
elektronischen Bauteil und mit (zumindest) einer Offnung, Einbringen einer
Kontaktbuchse in die Offnung und gemeinsames Verléten des zumindest einen Bauteils
mit der Leiterplatte und der Kontaktbuchse mit der Leiterplatte in einem
Verfahrensschritt. Der Aktuator kann beispielsweise ein steuerbares Ventil (z.B

Magnetventil) sein. Das gemeinsame VerlGten ist insbesondere ein Reflow-Lotprozess.

Optional wird der Schritt des Einbringens der Kontaktbuchse durch eine
Bestlickmaschine ausgefuhrt und die eingebrachte Kontaktbuchse umfasst
Arretiermittel fUr einen Kontaktstift zur Kontaktierung des Sensors oder des Aktuators.
Beispielsweise kdnnen die Arretiermittel in der eingebrachten Kontaktbuchse
ausgebildet sein, um den Kontaktstift mittels Einpresstechnik zu halten (z.B. mittels
eines Pressfit-Kontaktes). Dazu kbnnen beispielsweise federnde Finger vorgesehen

sein, die einen zuverlassigen elektrischen Kontakt bereitstellen.

Optional erfolgt das Einbringen der Kontaktbuchse mittels der Bestlickmaschine, die die
Kontaktbuchse durch Nutzung eines Unterdrucks greift und in die Offnung einsetzt.
Beispielsweise kann die Kontaktbuchse eine Durchgangsoffnung fur einen Kontaktstift
aufweisen, der eine temporare Abdeckung umfasst (z.B. aus Papier), um die
Kontaktbuchse durch einen Unterdruck zu greifen. Optional wird die temporare
Abdeckung nach dem gemeinsamen VerlGten entfernt. Der Begriff ,temporar® soll breit
ausgelegt werden und insbesondere jede Abdeckung umfassen, die ohne eine
Beschadigung der Leiterplatte und/oder der Anschlussbuchse und/oder der
Loétverbindung mechanisch entfernt werden kann (z.B. abgezogen oder durchstolzen

werden kann).

Optional wird in dem Schritt des Bereitstellens eine Leiterplatte bereitgestellt, die
beidseitig oder einseitig Létmittel an der Offnung aufweist. Das Létmittel kann
beispielsweise in Form von Pads um die Offnung herum ausgebildet sein und schmilzt
wahrend des beispielhaften Reflow-Lotprozesses.

Die vorliegende Erfindung bezieht sich auch auf eine Leiterplatte mit einem
Anschlusskontakt fur einen Sensor oder fur einen Aktuator in einem Fahrzeug. Die



10

15

20

25

30

WO 2019/211271 PCT/EP2019/061032

Leiterplatte umfasst eine Kontaktbuchse mit einer Durchgangsoéffnung, die ausgebildet
ist, um einen Kontaktstift zu dem Sensor oder zu dem Aktuator des Fahrzeuges
aufzunehmen und einen elektrischen Kontakt herzustellen. Aulerdem umfasst die
Leiterplatte Reflow-L6tverbindungen zwischen der Kontaktbuchse und einer
Metallisierung der Leiterplatte und weitere Reflow-Lo6tverbindungen zwischen einem

oder mehreren Bauteilen und der Leiterplatte.

Optional umfasst die Kontaktbuchse eine Durchgangsoffnung mit einer temporaren
Abdeckung, insbesondere aus einem Papiermaterial, wobei die temporare Abdeckung
ausgebildet ist, um ein Greifen durch eine Bestlickmaschine mittels Unterdruck zu
ermoglichen. Es versteht sich, dass die Durchgangs6ffnung erst nach einem Entfernen
der temporaren Abdeckung eine durchgéngige Offnung aufweist, sodass ein
Kontaktstift sich durch die Kontaktbuchse hindurch erstrecken kann.

Die vorliegende Erfindung bezieht sich auch auf eine Fahrzeugsteuereinheit mit einer
zuvor definierten Leiterplatte, einem Sensor oder einem Aktuator und
zumindest einem Kontaktstift, der eine elektrische Verbindung zwischen der Leiterplatte

und dem Sensor oder dem Aktuator bereitstellt.

Das Fahrzeug kann insbesondere ein Nutzfahrzeug sein.

Der Reflow-LOtprozess ist eine bekannte Technologie zur elektrischen Kontaktierung.
Hierbei wird zunachst das Létmaterial auf der Leiterplatte, beispielsweise in Form von
Kontaktpad, ausgebildet. Daran anschliel’end werden elektronische Bauteile und die
Anschlussbuchse auf die Leiterplatte aufgesetzt. Bei dem anschlieRenden Loten erfolgt
ein Aufheizen (zum Beispiel in einem Ofen), wobei das Lotmaterial schmilzt und die
elektrische Verbindung zwischen der Leiterplatte und den auf der Oberflache
angeordneten Bauteilen bzw. zu der eingesetzten Anschlussbuchse hergestellt wird.
Auf diese Weise konnen die elektrischen Verbindungen zu allen Bauteilen auf der
Leiterplatte und zu der Anschlussbuchse ein einem Schritt hergestellt werden. Nach
dem Lo6tprozess kann die Leiterplatte in dem Fahrzeug an der gewtnschten Position
verschraubt werden, wobei gleichzeitig die Kontaktstifte in die Anschlussbuchsen
eingefuhrt und dort GUber Federsitze fixiert werden kdnnen.
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Es versteht sich, dass ein Fachmann in der Lage ist, eine Lotverbindung, die unter
Nutzung eines Reflow-Lotprozesses hergestellt wurde, eindeutig zu erkennen.
Beispielsweise wird die Nutzung des (gemeinsamen) Reflow-Lo6tprozesses an der
hergestellten Leiterplatte dadurch erkennbar, dass Reste von Létpads, die flr einen
Reflowlbtprozess auszubilden sind, an der Leiterplatte vorhanden sind. Aullerdem
unterscheidet sich die L6tnaht eines herkdmmlichen Lotverfahrens von der Lotnaht

eines Reflow-Lotprozesses.

Ausflhrungsbeispiele der vorliegenden Erfindung bieten eine Reihe von Vorteile. Zum
Beispiel werden die erforderlichen Arbeitsschritte minimiert, um einen Kontaktanschluss
fur Sensoren/Aktuatoren bereitzustellen. So ist eine Fuhrungsleiste nicht mehr
erforderlich. Stattdessen wird eine Kontaktbuchse genutzt, die zusammen mit den auf
der Leiterplatte auszubildenden elektronischen Bauteile verlGtet werden kann. Dies
geschieht durch einen gemeinsamen Lotprozess (z.B. durch Reflowléten), so dass
danach auf der Leiterplatte nicht nur die Bauteile, sondern ebenfalls die Kontaktbuchse
verlbtet sind. Dadurch wird ein zusatzlicher nachgelagerter Lotprozess eingespart. Die
Bestlickung der Leiterplatte mit der Kontaktbuchse kann aufierdem automatisch tber
eine Bestuckmaschine erfolgen. Ein weiterer Vorteil von Ausfuhrungsbeispielen besteht
in dem moglichen Leiterplatten-Design, das nur sehr wenig Platz fur den
Kontaktanschluss zu dem Sensor/Aktuator erfordert (z.B. ein Layout geringer
Sperrzonen). Ebenso werden durch Ausfihrungsbeispiele die Kosten gegenuber der

bekannten Serienldsung unter Nutzung einer Kunststoffleiste deutlich gesenkt.

Die Ausfuhrungsbeispiele der vorliegenden Erfindung werden besser verstanden von
der folgenden detaillierten Beschreibung und den beiliegenden Zeichnungen der
unterschiedlichen Ausfuhrungsbeispiele, die jedoch nicht so verstanden werden sollten,
dass sie die Offenbarung auf die spezifischen Ausfuhrungsformen einschranken,
sondern lediglich der Erklarung und dem Verstandnis dienen.

Fig. 1 zeigt ein Flussdiagramm fur ein Verfahren nach Ausfihrungsbeispielen der

vorliegenden Erfindung.
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Fig. 2 zeigt beispielhaft eine Leiterplatte mit einer Kontaktbuchse, die geman
Ausfuhrungsbeispielen daran ausgebildet wurde.
Fig. 3 zeigt beispielhaft die Leiterplatte mit der Kontaktbuchse, die einen elektrischen

Kontakt zu einem Sensor/Aktuator Uber Kontaktstifte ermdglicht.

Fig. 1 zeigt ein Flussdiagramm fUr ein Verfahren nach Ausfihrungsbeispielen der

vorliegenden Erfindung. Das Verfahren umfasst:

- Bereitstellen S110 einer Leiterplatte mit zumindest einem darauf angeordneten
elektronischen Bauteil und mit (zumindest) einer Offnung;

- Einbringen S120 einer Kontaktbuchse in die Offnung; und

- gemeinsames Verldten S130 des zumindest einen Bauteils mit der Leiterplatte
und der Kontaktbuchse in einem Verfahrensschritt.

Fig. 2 zeigt beispielhaft eine Leiterplatte 110 mit einer Offnung 115, in der sich eine
Kontaktbuchse 120 befindet. Die Kontaktbuchse 120 umfasst eine Durchgangséffnung
121 mit darin ausgebildeten Arretiermittel 122, um einen Kontaktstift 70 zu fixieren und
SO eine zuverlassige elektrische Verbindung zu einem Bauteil (Aktuator, Sensor, Ventil,
etc.) herzustellen. Die Arretiermittel 122 kdnnen beispielsweise flexibel gestaltete Arme
123 aufweisen, die beim EinfUhren des Kontaktstiftes 70 sich deformieren und Uber
eine Vorspannkraft den Kontaktstift 70 in der Kontaktbuchse 120 halten. Die
Kontaktbuchse 120 umfasst weiter eine TrichterfUhrung 126, um das EinfUhren des
Kontaktstiftes 70 in die Kontaktbuchse 120 zu erleichtern. AuRerdem umfasst die
Kontaktbuchse 120 eine Abdeckung 124 auf der der Trichterflhrung 126
gegenuberliegenden Seite der Kontaktbuchse 120, die beispielsweise vorubergehend
die Durchgangs6ffnung 121 abdeckt, sodass die Kontaktbuchse 120 beispielsweise
lber ein Vakuumansaugverfahren gegriffen und in die Offnung 115 der Leiterplatte 110
automatisch platziert werden kann. Die Abdeckung 124 kann nach dem VerlGten der
Kontaktbuchse 120 auf der Leiterplatte 110 entfernt werden, sodass sich der
Kontaktstift 70 durch die Kontaktbuchse 120 hindurch erstrecken kann.

Zum Fixieren der Kontaktbuchse 120 in der Offnung 115 der Leiterplatte 110 kann ein
Reflow-Lotprozess genutzt werden, der zusammen mit dem SMD-Reflow-Prozess
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(SMD = surface mounted devices; oberflachenmontierte Bauteile) ausgefuhrt werden
kann und die Reflow-Lotverbindung 130 herstellt. Die Reflow-Lotverbindung 130 stellt
einen elektrischen Kontakt zwischen der Kontaktbuchse 120, die z.B. ein Metall
aufweist, und einer Metallisierung der Leiterplatte 110 her, so dass der Sensor oder
Aktuator Uber den Kontaktstift 70 elektrisch mit Bauteilen auf der Leiterplatte 110
verbunden werden kann. Um den Reflow-Lotprozess durchzufluhren, kann die
Leiterplatte 110 auf beiden Seiten entsprechendes Létmaterial aufweisen, welches
beim Reflow-Lotprozess sich verflssigt, um die Reflow-Lotverbindung 130 zwischen
der Leiterplatte 110 und der Kontaktbuchse 120 bzw. zu den Bauteilen herzustellen.
Beispielsweise kann dazu eine ca. 5 ym dicke Zinnschicht auf der Leiterplatte 110 um
die Offnung 115 herum ausgebildet werden, die dann spater den elektrischen
Lotkontakt 130 zu der Kontaktbuchse 120 herstellt. Der Reflow-LAtprozess fur die
Kontaktbuchse 120 ersetzt somit den zusatzlichen Federkontakt zur Leiterplatte in der
FUhrungsleiste, wie er bei konventionellen Kontaktierungsverfahren genutzt wird. Es ist
ebenfalls moglich, dass die Kontaktbuchse 120 durch eine Bestlickmaschine in einer
automatischen SMT-Montage in die Offnung 115 eingesetzt wird (SMT=surface-mount

technology, Oberflachenmontagetechnologie).

Die Offnung 115 kann beispielsweise einen Durchmesser von 2 bis 4 mm oder ca. 2.8
mm umfassen. Die Durchgangsoffnung 121 innerhalb der Kontaktbuchse 120 kann
beispielsweise einen Durchmesser zwischen 2 ... 3 mm oder von ca. 2,5 mm umfassen
und die Kontaktstifte 70 kbnnen einen Durchmesser von ca. 1 ... 2 mm aufweisen.
AuRerdem kann um die Offnung 115 herum ein Kontaktpad ausgebildet werden
(einseitig oder auf beiden Seiten der Leiterplatte 110), welches sich um die Offnung 115
herum in einer Breite von ca. 5 mm erstrecken kann und das entsprechendes

Létmaterial aufweist (z.B. eine 5 um dicke Schicht aus Zinn).

Fig. 3 zeigt beispielhaft die Leiterplatte 110, die Uber die Kontaktstifte 70 einen
elektrischen Kontakt zu einem Sensor/Aktuator 50 herstellt. Die Leiterplatte 110 ist in
dem Nutzfahrzeug (z.B. in einer Steuereinheit) an der Position des Aktuators oder
Sensors 50, beispielsweise mittels Befestigungsschrauben 80, festgeschraubt. Die
mechanische Befestigung kann auch durch eine Einpresstechnik anstatt
Befestigungschrauben 80 realisiert werden. Daher kann der Kontaktstift 70 nicht
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selbstandig rausrutschen. Die Arretiermittel 122 in der Kontaktbuchse 120 brauchen
somit nicht ein Herausgleiten verhindern, sondern vor allem den elektrischen Kontakt
sicherstellen. Das kann durch eine entsprechende Federkraft der Kontaktfinger 123
erreicht werden. Die Leiterplatte 110 umfasst elektronische Bauteile, die in der Fig. 2
oder Fig. 3 nicht gezeigt sind. Sie stellen beispielsweise eine Steuerung des Aktuators

oder Sensors 50 bereit bzw. umfassen eine Auswerteeinheit.

Ein groRRer Vorteil von Ausflhrungsbeispielen besteht darin, dass nur noch ein
Loétprozess zum Befestigen der elektronischen Bauteile auf der Leiterplatte 110 und
zum Ausbilden der Kontaktierung des Kontaktanschlusses zu dem Sensor oder zu dem
Aktuator 50 natig ist. AuRerdem kann die Buchse 120 automatisch, beispielsweise Uber
eine Bestuckmaschine, eingesetzt werden, wobei beispielsweise ein
Vakuumansaugverfahren genutzt werden kann. Die Kontaktbuchse 120 kann
beispielsweise Arretiermittel 122 aufweisen, die mittels einer Einpress-
/Klemmyverbindung fur die/den Kontaktstift(en) 70 zu dem Sensor und/oder dem

Aktuator haben kdnnen.

Die in der Beschreibung, den Ansprichen und den Figuren offenbarten Merkmale der
Erfindung konnen sowohl einzeln als auch in beliebiger Kombination fur die

Verwirklichung der Erfindung wesentlich sein.
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BEZUGSZEICHENLISTE
50 Aktuator, Sensor, ....
70 Kontaktstift(e)
80 Befestigungsschrauben
110 Leiterplatte
115 Offnungen der Leiterplatte
120 Anschlussbuchse
121 Durchgangs6ffnung
122 Arretiermittel
123 deformierbare Finger
124 ruckseitige, temporare Abdeckung
126 TrichterfGhrung
130 Reflow-Lotverbindung

PCT/EP2019/061032
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PATENTANSPRUCHE

1. Verfahren zur Herstellung eines Anschlusskontaktes flur einen Sensor oder einen
Aktuator (50) eines Fahrzeuges,
gekennzeichnet durch
- Bereitstellen (S110) einer Leiterplatte (110) mit zumindest einem darauf
angeordneten elektronischen Bauteil und mit einer Offnung (115);
- Einbringen (S120) einer Kontaktbuchse (120) in die Offnung (115); und
- gemeinsames Verl6ten (S130) des zumindest einen Bauteils mit der Leiterplatte
(110) und der Kontaktbuchse (120) mit der Leiterplatte (110) in einem

Verfahrensschritt.

2. Verfahren nach Anspruch 1,
dadurch gekennzeichnet, dass
das gemeinsame Verloten (S130) ein Reflow-Lotprozess ist.

3. Verfahren nach Anspruch 1 oder Anspruch 2, wobei der Sensor oder der
Aktuator (50) mittels eines Kontaktstifts (70) elektrisch kontaktierbar ist,
dadurch gekennzeichnet, dass

der Schritt des Einbringens (S120) der Kontaktbuchse (120) durch eine
Bestlickmaschine ausgefuhrt wird und die eingebrachte Kontaktbuchse (120)
Arretiermittel (122) fir den Kontaktstift (70) aufweist.

4. Verfahren nach Anspruch 3,
dadurch gekennzeichnet, dass
die Arretiermittel (122) in der eingebrachten Kontaktbuchse (120) ausgebildet sind, um

den Kontaktstift (70) mittels Einpress-Klemmtechnik zu halten.

5. Verfahren nach Anspruch 3 oder Anspruch 4,

dadurch gekennzeichnet, dass

das Einbringen (S120) der Kontaktbuchse (120) mittels einer Bestlickmaschine derart
erfolgt, dass die Bestlickmaschine die Kontaktbuchse (120) durch einen Unterdruck

greift und in die Offnung (115) einsetzt.
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6. Verfahren nach Anspruch 5, wobei die Kontaktbuchse (120) eine
Durchgangs6ffnung (121) mit einer temporaren Abdeckung (124), insbesondere aus
Papier, aufweist, um durch einen Unterdruck greifbar zu sein,

gekennzeichnet durch

Entfernen der temporaren Abdeckung (124) nach dem gemeinsamen Verléten (S130).

7. Verfahren nach einem der vorhergehenden Anspriche,

dadurch gekennzeichnet, dass

in dem Schritt des Bereitstellens (S110) eine Leiterplatte (110) bereitgestellt wird, auf
der beidseitig Létmittel an der Offnung (115) ausgebildet sind.

8. Leiterplatte mit einem Anschlusskontakt fur einen Sensor oder fur einen Aktuator
(50) in einem Fahrzeug,
gekennzeichnet durch
- einer Kontaktbuchse (120) mit einer Durchgangséffnung (121), die ausgebildet
ist, um einen Kontaktstift (70) zu dem Sensor oder zu dem Aktuator (50) des
Fahrzeuges aufzunehmen und einen elektrischen Kontakt herzustellen; und
- eine Reflow-Lotverbindung (130) zwischen der Kontaktbuchse (120) und einer
Metallisierung der Leiterplatte (110) und weitere Reflow-L6tverbindungen
zwischen einem oder mehreren Bauteilen und der Leiterplatte (110).

9. Leiterplatte nach Anspruch 8,

dadurch gekennzeichnet, dass

die Kontaktbuchse (120) eine Durchgangsoffnung (121) mit einer temporaren
Abdeckung (124), insbesondere aus einem Papiermaterial, aufweist, wobei die
temporare Abdeckung (124) ausgebildet ist, um ein Greifen durch eine

Bestlckmaschine mittels Unterdruck zu erméglichen.

10. Fahrzeugsteuereinheit,

gekennzeichnet durch

eine Leiterplatte (110) nach Anspruch 8 oder Anspruch 9;
einen Sensor oder einen Aktuator (50); und
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zumindest einen Kontaktstift (70), der eine elektrische Verbindung zwischen der

Leiterplatte (110) und dem Sensor oder dem Aktuator (50) bereitstellt.
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. . . N 5110
Bereitstellen einer Leiterplatte mit zumindest /
einem darauf angeordneten elektronischen

Bauteil und mit einer Offnung

/5120
Einbringen einer Kontaktbuchse in die Offnung

/5130

gemeinsames Verloten des zumindest einen
Bauteils mit der Leiterplatte und
der Kontaktbuchse in einem Verfahrensschritt

Fig. 1
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